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第三章 溫度計算與檢證 

3.1 捲帶式自動接合的物理模型 

捲帶式自動接合技術的物理模型,如圖 38,主要組成要素,由上而下分別

為不銹鋼熱壓頭、熱壓布(片)、捲帶式 IC(TAB IC)、異方性導電膠(ACF)、面

板 ITO 接腳、石英玻璃等。在 TAB 模擬的物理模型中,需針對整個架構作一初

步的假設後再進行分析,首先以面板引腳之中心為對稱面先假設Y=±∞,Y方向

為無限長,只考慮到 X 及 Z 方向上溫度變化之情形,且在熱傳導過程中,不考慮

輻射及不考慮對流等現象,及界面熱阻 R1,R2,R3,R4,R5 皆假設為 0。 

另外需再瞭解並假設各製程材料的厚度及其週遭溫度情形,不銹鋼熱壓頭

厚度 h6=無限大,週遭主要介質為空氣,環境溫度為一常數；熱壓布厚度假設

h5=0.2mm,以 X 正負方向無限大之處為一室溫；捲帶 IC(TCP)厚度 h4=0.15mm,

以 X 正方向無限大處為一室溫；異方性導電膠(ACF)厚度 h3=0.025mm,以 X 正

方向為一室溫且為常數；面板 ITO 接腳(ITO PAD)厚度 h2=0.7mm, 以 X 負方向

無限大處為一室溫,正方向為一室溫且為常數；最後石英玻璃厚度假設 h1=無限

大, 週遭主要介質亦為空氣,環境溫度為一常數。 

對捲帶式自動接合技術的物理模型有了基本的認識及對各製程材料厚

度、週遭的溫度情形初步假設後,可以借由 ANSYS 有限元素簡單而有效的分析,

清礎的知道,在整個捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分佈,進而達

到分析改善接合的對位精度。 
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圖 38  捲帶式自動接合技術的物理模型 

 

3.2   計算方法與條件 

 為了瞭解捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分佈,以改善接合

的對位精度,我們可以使用有限元素法ANSYS來協助分析,有限元素法在工業界

的應用已經有超過一百年以上的歷史。ANSYS 是能同時分析結構物受到靜力、

動力、流力以及此章節所要運用到的熱傳等多重物理現象影響時的變化,因此

常使用在電子封裝、微機電、汽車、航太及醫學工程等多種產業領域。ANSYS

運算所根據的原理,乃是根據有限元素法,當結構物的模型如捲帶式自動接合

技術的物理模型在軟體中被建立好並被網格化後,只要附加適當的條件,就可
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以直接利用有限元素法來計算,進而瞭解到所建立的模型或是產品的特性。 

有限元素法發展上是從 Matrix Structural Analysis 的方法發展開始,首

先是在以 Beam 及 Truss 為主的鋼構上應用,而後將理論引用至各個物理領域,

例如上述之流力、熱傳等等,現階段有限元素法可以應用到很多物理領域,而熱

傳的分析將有助於我們對捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分佈有

更進一步的瞭解。 

ANSYS 有限元素分析軟體主要具有前處理器、分析器及後處理器等三個基

本模組。對整個有限元素法的處理步驟如下： 

1. 選用適當的元素。 

2. 將整個物理空間格點化形成元素,並賦予元素適當的屬性。 

3. 設定邊界條件。 

4. 選用解題的解法。 

5. 組合形成系統方程式,並求解。 

6. 解讀分析結果。 

  所以在進行有限元素分析的第一步就是要選對適當的元素,正確的分析流程

將有助於分析的正確性,如圖 39 更仔細地說明整個有限元素分析處理作業流

程。 
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圖 39  有限元素分析處理作業流程圖 
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 利用 ANSYS 有限元素法對捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分

佈,所做的熱效應分析中,除在捲帶式自動接合技術的物理模型中需作初步的

假設,如Y=±∞,Y方向為無限長,只考慮到 X 及 Z 方向上溫度變化之情形,不考

慮輻射及不考慮對流等現象,界面熱阻 R1,R2,R3,R4,R5 皆假設為 0 外,另外需

再假設各製程材料的厚度及其週遭溫度情形。此外需再假設有一均質性

(homogeneous)與等向性(isotropic)材料,在室溫(22 ° C)且無其他負載條件

之下,為無應力(stress free)狀態。在不給予拘束(constraint)條件下,此材

料之構件受熱之後將有自由的熱膨脹,而此時在構件之中將不會有任何的熱應

力存在。若在此材料的外部施加負載或是材料本身內部出現變形不協調的時候,

結構中就會有應力出現。這種因為溫度的升高或降低產生的應力稱之為”熱應

力”,故我們很清礎的瞭解,在捲帶式晶粒自動接合構裝製程中,是由不同材料

所組成的結構,即使在無拘束的條件之下,也會因為各製程材料的膨脹係數不

同,而導致在溫度變化後,在材料結構的內部產生熱應力。通常在一般的電子構

裝製程中,需要經過需多次的升溫及降溫,如 TAB 製程之假壓著及本壓著,再加

上各製程材料之間的熱膨脹係數不同,致使每個製程材料之間的膨脹量的不同,

所以為了維持變形後結構連續性,每個製程材料間的變形會彼此受到牽制,及

產生熱應力,故在一般電子構裝製程,如 TAB、COG、COF 材料的選擇上,需盡量

選用膨脹係數值相近的材料,以得到較佳的對位精度。 

     有了上述的假設後,對於各製程材料的物性值,如熱傳導係數、密度等,及

在作分析時給與各材料的邊界條件、初始條件需要加以瞭解及設定。如表 2,

為捲帶式自動接合製程各材料物性值及條件設定,我們將分別假設各製程材料

如熱壓頭、熱壓布、捲帶 IC(TAB IC) 、異方性導電膠(ACF)、面板引腳(LCD PAD)

及石英玻璃等之邊界條件及初始條件。在各製程材料中,假設邊界條件為當設

備開啟時,熱壓頭亦開始加熱,且溫度逐漸上昇,使設備作動讓熱壓頭下降,利

用熱偶計(Thermocouple),當熱壓頭接觸熱偶計時開始計時,時間設定為20秒,

當實測溫度上昇至 300° C 時達到平衡,溫度不再繼續上昇。同理熱壓布、捲帶

IC(TAB IC) 、異方性導電膠(ACF)、面板引腳(LCD PAD)及石英玻璃之邊界條

件皆假設為時間20秒,實測溫度由280° C, 如上述,不考慮輻射及不考慮對流,

界面熱阻 R1,R2,R3,R4,R5 皆假設為 0等,因熱傳遞的效應,由上而下遞減降至



200 ° C,至 180° C 時達到平衡。另外假設各製程材料之初始條件為當時間為 0

秒時,亦即當設備開啟但在無任何作動情況下,各製程材料之初始溫度狀態。熱

壓頭初始溫度假設為 300 ° C,其餘熱壓布等各製程材料初始溫度皆假設為室溫

22 ° C,有了基本的邊界條件及初始條件設定後,在 ANSYS 分析中必需再分別提

供各製程材料之物性質,如熱傳導係數及密度等。通常材料的邊界條件、初始

條件設定及物性值提供愈準確,所得的分析結果也愈接近實際狀況,在邊界條

件、初始條件及物性值準備完備後,將進行穩態及暫態熱傳遞分析,以瞭解在 

捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分佈情形。 

熱傳遞的三種形式：傳導(conduction)、對流(convection)和幅射

(radiation),當一物體內有溫度梯度(temperature gradient)存在時,依經驗

顯示能量會從高溫區傳到低溫區。這種能量的傳遞方式,我們稱為傳導

(conduction),且每單位面積之熱傳導速率(heat transfer rate)和法線溫度

梯度(normal temperature gradient)成正比： 

 

                     q=-kA
x
T
∂
∂  

上式中 q是熱傳遞速率,mT/mx 是熱流流動方向的溫度梯度。”正 “值常數 k

稱為材料的導熱性(thermal conductivity),加上”負”號是為了要滿足熱力

學第二定律;亦即熱必需由高溫傳至低溫。當熱流量用 W(watt)表示時,導熱性

k 的單位為 W/m° C。在本文中求解捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度

分佈情形,只考慮熱傳導的影響,而不考慮熱對流及熱幅射,我們假設設備一開

啟時,熱壓頭慢慢加熱,當溫度到達所設定的邊界條件時,熱壓頭下降,於接觸

熱壓布開始計算 20 秒的時間,由於熱傳導的影響,熱在各製程材料由 1秒至 20

秒間產生了變化,亦即在 20 秒內熱將慢慢地從接合區域往外擴散分佈,使得整

個 TAB 製程結構逐漸昇溫。因為整個熱傳導的過程牽涉到時間,因此將對穩態

分析(steady-state analysis)及暫態分析(transient analysis)兩方面來討

論溫度在各製程材料中傳遞分佈情形。 
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表 2  捲帶式自動接合製程各材料物性值及條件設定 

  

NO 

項目 邊界條件 初始條件 熱傳導係數

W/m. °C 

密度 

kg/m3

1 熱壓頭 t=20sec,T=300°C t=0sec,T=300°C(常溫加熱) 16.3(不繡鋼) 7817 kg/m3

2 熱壓布 t=20sec,T=280°C t=0sec,T=22°C(室溫) 0.2(塑料) 2.2 g/cm3 

=2200 kg/m3

3 TCP t=20sec,T=200°C t=0sec,T=22°C(室溫) 0.2(塑料) 1470 kg/m3

4 ACF t=20sec,T=180°C t=0sec,T=22°C(室溫) 0.2(塑料) 2000 kg/m3

5 LCD t=20sec,T=180°C t=0sec,T=22°C(室溫) 0.78 2700 kg/m3

6 石英玻璃 t=20sec,T=180°C t=0sec,T=22°C(室溫) 1.09 2200 kg/m3

 

3.2.1 穩態熱傳遞分析 

    若一固體的周圍環境突然發生改變,則此物體必須經過一段時間後,才能

達到內部的溫度平衡,我們稱此平衡狀態為穩定狀態(steady-state)。亦即穩

態熱傳遞分析乃系統每一點的溫度梯度與時間無關,則稱此系統處於穩定狀態,

假設設備剛開啟,熱壓頭逐漸加熱昇溫,且熱壓頭下降將捲帶構裝製程中各材

料受壓後緊密接觸,熱源由上往下開始傳熱,經過無限長的時間後,在整個捲帶

式自動接合物理模型中的邊界皆達到室溫(22 ° C),且溫度以穩定的溫度梯度

由熱壓頭 300 ° C 傳至石英玻璃 180 ° C,最終將達到模型中穩定時的邊界 22 ° 

C。整個製程結構中每一點的溫度梯度皆與時間無關。如圖 40,為捲帶式自動接

合在接合製程中材料的溫度分佈,並且已經達到穩態分佈的狀態。 

 

 

 

 

 

 



 

 

圖 40  捲帶式晶粒自動接合構裝製程材料溫度分佈之穩態熱傳遞分析 
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3.2.2 暫態熱傳遞分析 

    熱在傳遞的過程中,有時在物體內熱傳遞的情形相當複雜,所以我們需考

慮更複雜的情況,也就是必須考慮到各製程材料及條件隨時間變化所產生的情

形。由前節所述,我們知道穩態熱傳遞分析為物體受到週遭環境影響,經過一段

無限長的時間之後,物體內部達到的溫度平衡穩定狀態,且整個製程結構中每

一點的溫度梯度皆與時間無關。但是在暫態熱傳遞分析中,我們必需考慮到時

間因素,亦即在捲帶式晶粒自動接合構裝製程中,在時間為20秒內,為在達到溫

度穩定平衡之前,各製程材料內部結構溫度的分佈情形。如圖 41,為時間為 20

秒時,隨著時間的改變,捲帶式自動接合在接合製程中材料的暫態溫度分佈, 

我們可以發現暫態溫度分佈與穩態溫度分佈情形差異很大,且靠近IC處的溫度

仍然很低。 

 

(a) 時間約為 2 秒時各製程材料內部結構溫度的分佈情形 
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(b) 時間約為 7 秒時各製程材料內部結構溫度的分佈情形 
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(c) 時間約為 10 秒時各製程材料內部結構溫度的分佈情形 

圖 41  捲帶式晶粒自動接合構裝製程材料溫度分佈之暫態熱傳遞分析 
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3.3 檢證實驗 

    經有限元素法對捲帶式晶粒自動接合構裝製程中的材料溫度分佈情形之穩

態及暫態熱傳遞分析後,我們以實際的機台設備及參數設定,做一實驗比對,希

望對此 TAB 製程技術不管是理論上能模擬真實反應實際情形,更能有實際作業

上呼應與理論上對應關係,即由此檢證實驗,以實際作業能瞭解各製程材料中

與理論計算之間溫度分佈情形的相對應性,藉由理論與真實狀況的模擬,進而

改善對位的精度。 

   3.3.1 檢證相關配備及組件 

    (一) TAB 本壓著設備：如圖 42,此設備為本壓著設備即所謂的

Main-bonding 設備,在 TAB製程中扮掩著核心的角色,因為產品的良

寙,完全依賴本壓著製程條件是否正確,因此在進行本壓著前,製程

的參數條件-實際溫度(Temperature)、必要面壓(Pressure)、時間

(Time)及熱壓頭平行度必須經確認過且要符合異方性導電膠(ACF)

正確接合時的製程規格要求,通常若未依 ACF 製程規格下作業,將使

產品導致不良情形發生。 

 

    圖 42  TAB 本壓著(Main-bonding)設備 
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(二)熱壓頭及石英玻璃：如圖 43,為位於本壓著設備中主要的元件-熱壓頭

及石英玻璃,一般在本壓著設備中的加熱方式主要有二種,一為常溫加

熱(constant heater);其次為脈衝加熱(pulse heater)。常溫加熱方

式之熱壓頭,為當溫度設定及設備開啟後,熱壓頭將逐漸的昇溫,且熱

壓頭下壓後,在設定時間 20 秒內,溫度經熱傳遞漸漸傳至熱偶計

(Thermal couple),由熱偶計得到的溫度為180° C時,熱壓頭立即上昇,

即於熱壓頭下壓至熱傳遞過程,在 20秒時達到需求實際溫度180° C,其

間昇溫的曲線成拋物線型,此過程稱常溫加熱,如圖 44;脈衝加熱方式

之熱壓頭,則為極短時間內,溫度迅速上昇,維持數秒後,溫度又迅速上

昇至所需的溫度,通常此作動方式所需的時間比常溫加熱所需時間減

少許多,大約相差 10 秒以上,如圖 45。常溫加熱方式,使用的熱壓頭通

常為不銹鋼材質,為使整支熱壓頭溫度分佈均勻且降低金屬材質因熱

脹冷縮特性,常於此加熱方式中增加水循環系統以使整支熱壓頭處於

恆溫狀態,對本壓著製程可得到穩定及良好的製程品質;而脈衝加熱方

式,使用的熱壓頭常見的是陶磁材質,因陶磁材料具有極低膨脹係數的

特性,故在數秒內可以承受瞬間的昇溫及降溫,而不致使熱壓頭受損,

雖脈衝加熱可以在極短的時間內,將溫度達到所需實際溫度,產能也比

常溫加熱多出一倍以上,但為考慮捲帶式晶粒自動接合構裝製程的穩

定性,業界較常使用的是常溫加熱方式為主,而脈衝加熱方式則較常使

用在焊錫(Hot Bar)、COG 及 COF 製程中。  

 



      

熱壓頭座

及熱壓頭 

石英玻璃 

圖 43  熱壓頭及石英玻璃 

時間(S)

溫度(C)

0

常溫

150 C

180 C

20(S)

 

圖 44  常溫加熱曲線圖 
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時間(S)

溫度(C)

0

常溫

250 C

360 C

1S

0.5S
1S

3S

85 C

 

圖 45  脈衝加熱曲線圖 

 

(三)熱偶計：熱偶計(Thermal couple),如圖 46,為整個檢證過程中必要量

測儀器,我們必須利用它,量取記錄在不同時間內溫度變化的情形,以

確認是否溫度達到ACF所設定的實際溫度值,若溫度設定及量取不正確,

將嚴重影響整個捲帶式晶粒自動接合構裝製程的品質,所以正確及有

效利用熱偶計相當重要。 

 

   

圖 46  熱偶計(Thermal couple) 
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    (四)面板及捲帶 IC：檢證實驗前必須再準備好一片已貼上 ACF 之面板及一

片已衝切下來的 TAB IC,如圖 47,為進行檢證量測不同位置溫度變化

情形,須將熱偶計放至放置捲帶IC下方,本壓而成為一樣品,以利多次

使用,節省量測時間,如圖 48。 

 

圖 47  面板及捲帶 IC 

 

 

圖 48  熱偶計樣品 
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    (五)熱壓布(熱壓片)：熱壓布,如圖 49,為一厚度 0.2mm 的橡膠墊片,其厚

度依使用者喜好而定,但通常為考慮本壓時熱壓布受擠壓程度及熱傳

遞均勻性,一般希望愈薄愈好,約 0.1~0.2mm 較佳。 

                  

圖 49  熱壓布 

3.3.2 檢證方法及過程 

檢證相關配備及組件準備完畢後,將進行實際量測作業,在進行溫度量

測之前,熱壓頭的平行度必須以感壓紙確認,調整至水平為止,以確保量測準確

性,另外如前述捲帶式自動接合技術的物理模型中,我們必須再先確認各製程

材料的厚度及其相對位置,不銹鋼熱壓頭厚度假設 h6=無限大；熱壓布厚度

h5=0.2mm；捲帶 IC(TCP)厚度 h4=0.15mm；異方性導電膠(ACF)厚度

h3=0.025mm；面板 ITO 接腳(ITO PAD)厚度 h2=0.7mm；最後石英玻璃假設厚度

h1=無限大,如圖 50。接著我們以 ACF 及面板 ITO 接腳之間定為 X 軸,面板 ITO

接腳的寬度為中心定為 Z軸,且假設 Y=±∞,Y 方向為無限長,即只考慮到 X 及

Z 方向上溫度變化之情形。再利用熱偶計,以 X 方向等於 0mm 的位置上,隨著時

間的改變,分別量取 Z 方向各製程材料在不同位置時的溫度,如表 3。我們再將

所量取 Z方向各製程材料在不同位置時的溫度以圖表方式作一整理,如圖 51,
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更可以清楚的知道,當X方向等於0mm時,隨著時間的改變,Z方向各製程材料在

不同位置時的溫度分佈情形。同理,以 X 方向等於-1mm 的位置上,隨著時間的改

變,分別量取 Z方向各製程材料在不同位置時的溫度,如表 4。再將所量取 Z 方

向各製程材料在不同位置時的溫度以圖表方式作一整理,如圖 52;最後再以 X

方向等於1mm的位置上,隨著時間的改變,分別量取Z方向各製程材料在不同位

置時的溫度,如表 5。再將所量取 Z方向各製程材料在不同位置時的溫度以圖表

方式作一整理,如圖 53。此外我們再利用熱偶計,分別將熱偶計放置 ACF 下方與

ITO 上方間 Z=0mm 及 TAB IC 下方與 ACF 上方間 Z=0.025mm 位置上,且再分别量

取 X=-1mm;X=0mm;X=1mm 方向上,隨時間改變,溫度分佈情形。如表 6,最後,我們

依然將所量取Z=0mm及 Z=0.025mm時 X方向各製程材料在不同位置時的溫度以

圖表方式作整理,如圖 54 及圖 55。由上量測及整理,我們可以更加瞭解 X 及 Y

方向隨時間的改變,各製程材料在不同位置溫度分佈的情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z 

 

 

 

圖 50  捲帶式自動接合技術的物理模型中各製程材料厚度及
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X 

 

位置 



 

 

表 3  X=0mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 

X = 0 m m (中 間 )
I T O  P A D
Z = - 0 . 7  Z = 0 Z = 0 . 0 2 5 Z = 0 . 1 7 5 z = 0 .3 7 5

0 秒 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
2 秒 1 3 3 1 3 8 1 4 2 1 7 0 1 9 0
4 秒 1 5 0 1 5 8 1 6 0 1 9 5 2 0 6
6 秒 1 5 8 1 6 3 1 6 5 1 9 7 2 1 8
8 秒 1 6 2 1 6 7 1 6 9 1 9 8 2 2 2

1 0 秒 1 6 5 1 7 0 1 7 2 1 9 9 2 2 5
1 2 秒 1 6 7 1 7 2 1 7 4 2 0 0 2 3 0
1 4 秒 1 6 8 1 7 3 1 7 5 2 0 0 2 3 5
1 6 秒 1 7 0 1 7 5 1 7 7 2 0 1 2 3 8
1 8 秒 1 7 2 1 7 7 1 7 9 2 0 2 2 4 2
2 0 秒 1 7 3 1 7 8 1 8 0 2 0 3 2 4 5

熱 壓 布

T C P
A C F

 

 

範 圍 Z 軸 區 間 尺 寸 ( m m )
I T O  P A D 0 .7 m m I T O 下 ~ A C F 下 - 0 .7 ~ 0
A C F 0 .0 2 5 m m A C F 下 ~ T C P 下 0 ~ 0 .0 2 5
T C P 0 .1 5 m m T C P 下 ~ 熱 壓 布 下 0 . 0 2 5 ~ 0 .1 7 5
熱 壓 布 0 .2 m m 熱 壓 布 下 ~ 熱 壓 頭 下 0 .1 7 5 ~ 0 .3 7 5  
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X=0 mm時隨時間變化Z軸向上溫度分佈
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圖 51  X=0mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 
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表 4  X=-1mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 

X = - 1 m m
I T O  P A D
Z = - 0 . 7  Z = 0  Z = 0 . 0 2 5 Z = 0 . 1 7 5 z = 0 .3 7 5

0 秒 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
2 秒 1 3 0 1 2 8 1 3 3 1 6 4 1 8 8
4 秒 1 4 7 1 5 2 1 5 8 1 8 6 2 0 4
6 秒 1 5 6 1 5 7 1 6 3 1 9 0 2 1 5
8 秒 1 5 9 1 6 1 1 6 6 1 9 2 2 1 8

1 0 秒 1 6 3 1 6 4 1 6 9 1 9 4 2 2 1
1 2 秒 1 6 5 1 6 6 1 7 1 1 9 6 2 2 6
1 4 秒 1 6 6 1 6 7 1 7 2 1 9 7 2 3 0
1 6 秒 1 6 8 1 6 9 1 7 3 1 9 7 2 3 6
1 8 秒 1 7 1 1 7 0 1 7 4 1 9 8 2 3 8
2 0 秒 1 7 2 1 7 1 1 7 5 1 9 9 2 4 2

熱 壓 布

T C P
A C F
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X=-1mm時隨溫度變化Z軸向上溫度分佈
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圖 52  X=-1mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 
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表 5  X=1mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 

X = 1 m m
I T O  P A D
Z = - 0 . 7  Z = 0 Z = 0 . 0 2 5 Z = 0 . 1 7 5 z = 0 .3 7 5

0 秒 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
2 秒 1 3 1 1 3 2 1 3 8 1 6 6 1 8 9
4 秒 1 4 8 1 5 4 1 5 9 1 9 2 2 0 5
6 秒 1 5 7 1 5 9 1 6 4 1 9 5 2 1 7
8 秒 1 5 8 1 6 4 1 6 8 1 9 6 2 2 0

1 0 秒 1 6 2 1 6 7 1 7 1 1 9 6 2 2 2
1 2 秒 1 6 4 1 7 0 1 7 3 1 9 7 2 2 6
1 4 秒 1 6 6 1 7 1 1 7 4 1 9 8 2 3 2
1 6 秒 1 6 9 1 7 3 1 7 5 1 9 9 2 3 4
1 8 秒 1 7 0 1 7 4 1 7 6 2 0 0 2 3 9
2 0 秒 1 7 2 1 7 5 1 7 7 2 0 1 2 4 3

T C P
A C F

熱 壓 布
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X=1mm時隨時間變化Z軸向上溫度分佈
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圖 53  X=1mm 隨時間改變,各製程材料 Z 方向上溫度分佈 
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表 6  Z=0mm 及 Z=0.025mm 隨時間改變,各製程材料 X 方向上溫度分佈 

 Z=0mm  Z=0.025mm  Z=0mm  Z=0.025mm  Z=0mm  Z=0.025mm

0秒 27 27 27 27 27 27
2秒 128 133 138 142 132 138
4秒 152 158 158 160 154 159
6秒 157 163 163 165 159 164
8秒 161 166 167 169 164 168
10秒 164 169 170 172 167 171
12秒 166 171 172 174 170 173
14秒 167 172 173 175 171 174
16秒 169 173 175 177 173 175
18秒 170 174 177 179 174 176
20秒 171 175 178 180 175 177

X=-1 mm X=0 mm(中間) X=1 mm

 

 

 

熱壓

TCP
ACF
ITO

    感溫器位置 Z=0.025mm

X=0mm X=1mmX=-1mm

X

Z

感溫器位置 Z=0mm
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Notes：
位置Z(0.025mm)：為Thermocouple於TCP與ACF的位置。

Z(0mm)：為Thermocouple於ACF與ITO的位置。位置

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z=0mm時隨時間變化X軸向上溫度分佈
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圖 54  Z=0mm 隨時間改變,各製程材料 X 方向上溫度分佈 
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Z=0.025mm時隨時間變化X軸向上溫度分佈
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圖 55  Z=0.025mm 隨時間改變,各製程材料 X方向上溫度分佈 
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